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光通讯：为无限带宽应用实现高速数据传输

激光器，光学组件 (OSA)，光学收发器和光学开关等光学组件在信息的传输、收集、显示、储存和处理
中都扮演着至关重要的角色，同时它们也是各种通讯与数据通讯领域的核心。随着数据量的增加，对
于更大带宽容量的需求推动采用光学无线分布式天线系统 (DAS)，提高了光纤接入 (FTTX) 的数量，同
时对包括光模块、光纤在内的各类光学器件提出更高要求，以适应日益增长的全球网络流量需求。
光模块通常是可热插拔设备，它们利用激光二极管和光电二极管在高带宽应用中通过光缆进行高速
数据传输。基于波长选择开关 (WSS) 的可重构光分插复用器 (ROADM) 系统可以提高数据传输速率和
拓展电信网络可用性。这些平台对于电信性能至关重要，从而实现轻松、灵活管理波长并监控网络
优化。

专注于专业性和解决方案

光模块中的多个光学组件 - OSA、光纤阵列单元、耦合透镜、光隔离器，准直器，耦合器和分离器，
以及其他聚焦和切换光器件-必须精确对位并持久粘结在一起才能获得长期可靠性。 为了满足这些需
求，汉高开发了完整的材料组合，满足光器件组装和性能的需求，尽可能地满足客户对光模块的功
能和可靠性要求。
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强大可靠的粘接

• 芯片粘接粘合剂可提供牢固的芯片粘接，确保激光二极管的可靠性。汉高创新的芯片粘接产品
可以提供高性能、低成本的应用解决方案。
• 双重固化的UV粘合剂旨在通过低收缩率，低热膨胀系数 (CTE) 和高完整性透光率来实现光器件
的精确对位，获得最大的光学信号强度。
• 光模块组装材料，提供双固化和单加热固化的选择，能够为透镜、前盖和外壳提供可靠地粘接
和密封。
• 光路胶是光固化型产品，通过选择匹配的折射率 (RI) 以提高耦合效率，最大程度地减少光纤、
FAU和光学设备的功率损耗。
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为了实现高速数据传输和高带宽应用，光模块、光学开关和光器件等光通信设备必须将最大量的光
传送到光纤中。汉高广泛的胶粘剂产品组合可用于芯片粘接、光器件装配、模块装配、透镜粘合、
密封、光路和光纤粘接等应用，提供灵活的固化方式和加工适应性。

所有汉高光通讯粘合剂的配方的均以高粘接强度，低固化收缩率，低CTE为目标，并具有诸如折射率
匹配、低挥发和高耐湿性等关键特性。



可靠的光模块保护
汉高用于光模块和光器件的保护材料包括：帮助精密连接抵抗应力和振动的底部填充剂和包封材
料；以及可最大程度减少信号干扰的EMI电磁屏蔽胶和涂层。多种化学配方，可以适应不同的制程、
性能目标，并兼容多种基材 (包括金属和塑料)。

高效的热管理
高效的热管理是目前电子产业最迫切需要解决的问题之一。随着电路板的高密度集成化以及多功能
化，小型元器件成为常态，热管理成为了一项挑战。在光模块和光学开关内的IC CMOS就是一个很好
的例子：为实现高处理速度，设备需要更高的功率，从而提高了热量的产生。要达到最优的性能则
需要高效散热。为了保证使用中光模块、光学开关和其他光器件的可靠性，灵活、强大的热管理解
决方案是其关键。汉高的BERGQUIST界面导热材料 (TIM) 数十年来致力于提供高效导热功能。液态材
料、固态垫片、粘合剂、导热凝胶等热管理材料适合各种制程，并兼顾导热性能和低装配应力，为
光模块实现出色的性能。
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结构粘接补强材料

尾纤粘接材料

芯片粘接胶

热管理材料 - 导热垫片

EMI电磁屏蔽材料/垫圈

底部填充胶

光学组件 (OSA)

• 主动对位 & 粘接胶
• 背部填充胶

光纤阵列单元 (FAU)

• 结构胶
• v型槽粘接材料

100G光模块材料解决方案
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热管理材料 - 导热垫片

热管理材料 - 导热凝胶

芯片粘接胶

尾纤粘接材料

底部填充胶

EMI电磁屏蔽材料/垫圈

400G光模块材料解决方案
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光学组件 (OSA)

• 主动对位 & 粘接胶
• 结构胶



芯片粘接材料

LOCTITE ABLESTIK LOCTITE ABLESTIK LOCTITE ABLESTIK

LOCTITE ABLESTIKLOCTITE ABLESTIK

LOCTITE ABLESTIKLOCTITE ABLESTIK LOCTITE ABLESTIK

主动对位与粘接胶

LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND

LOCTITE HHD

LOCTITE

背部填充胶 LOCTITE ABLESTIK LOCTITE STYCAST LOCTITE ABLESTIK

光路胶
LOCTITE 

LOCTITE ABLESTIK
LOCTITE 

结构胶 LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE 
LOCTITE 

V型槽粘接胶

LOCTITE ECCOBOND

LOCTITE ECCOBOND
 

ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE STYCAST LOCTITE ECCOBOND
 

粘接材料

100G & 400G光模块产品组合
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导热填隙垫片

BERGQUIST GAP PAD  BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD

BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD
 TGP 

BERGQUIST GAP PAD
 TGP 

BERGQUIST LIQUI-FORM
TLF 6000HG

BERGQUIST LIQUI-FORM
TLF 10000

导热材料

LOCTITE LOCTITE ABLESTIK

保护材料

EMI电磁屏蔽/垫圈

LOCTITE 垫圈材料 LOCTITE 

LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND

LOCTITE 

底部填充

LOCTITE ECCOBOND 

导热凝胶
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热管理材料 - 导热垫片

光纤接口粘合剂

导热胶

光纤耦合/粘接胶

柔板补强胶

垫圈材料

底部填充材料

相变导热材料

波长选择交换机 (WSS) 材料解决方案

光学组件 (OSA)

主动对位 & 粘接胶
背部填充材料

通用光学组装粘合剂
光纤与套圈粘接

光纤接口粘接与背部填充材料

光纤阵列单元
结构胶

V型槽粘接材料
光路胶

芯片粘接胶
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热管理材料 - 导热填隙垫片

底部填充材料

波长选择开关 (WSS)

导热凝胶

可重配置波分复用器 (ROADM) 材料解决方案
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芯片粘接材

LOCTITE ABLESTIK LOCTITE ABLESTIK

LOCTITE ABLESTIK LOCTITE ABLESTIK

LOCTITE ABLESTIK

LOCTITE ABLESTIK

主动对位与粘接胶 LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND LOCTITE HHD

LOCTITE

背部填充胶 LOCTITE ABLESTIK LOCTITE STYCAST LOCTITE ABLESTIK

FPC粘接粘合剂 LOCTITE 
LOCTITE ABLESTIK

LOCTITE 

光纤耦合/粘接材料

结构胶 LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE 
LOCTITE 

光路胶

LOCTITE ECCOBOND
 

ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND

LOCTITE STYCAST

光纤接口粘接胶

LOCTITE 
LOCTITE ECCOBOND

 
LOCTITE ECCOBOND

 
ECCOBOND

 

LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND
 

粘接材料

v型槽粘接胶

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

光纤与套圈粘接 LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBONDLOCTITE ECCOBOND
 

光纤接口粘接
与背部填充材料

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

尾纤粘接 LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE 

ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE ECCOBOND

LOCTITE ECCOBOND
 

LOCTITE STYCAST

LOCTITE ECCOBOND
 

光开关材料解决方案 (WSS & ROADM)

LOCTITE ABLESTIK
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导热填隙垫片

液态导热填隙材料

BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD  BERGQUIST GAP PAD 

BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD

BERGQUIST GAP FILLER BERGQUIST GAP FILLER BERGQUIST GAP FILLER BERGQUIST GAP FILLER

BERGQUIST GAP PAD BERGQUIST GAP PAD
 TGP 

BERGQUIST GAP PAD
 TGP 

导热胶 LOCTITE 

BERGQUIST LIQUI-FORM
TLF LF3500

BERGQUIST LIQUI-FORM
TLF 6000HG

BERGQUIST LIQUI-FORM
TLF10000

LOCTITE 

相变导热材料

导热凝胶

LOCTITE BERGQUIST HI-FLOW
THF 5000UT

导热材料

LOCTITE LOCTITE ABLESTIK

保护材料

EMI电磁屏蔽/垫圈

LOCTITE 垫圈材料 LOCTITE 

LOCTITE ECCOBOND LOCTITE ECCOBOND LOCTITE 底部填充材料 LOCTITE ECCOBOND 
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主动对位与粘接胶

产品 技术 应用 关键属性 粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)  

热膨胀系数
(ppm/°C) 固化

种类 固化方法

低于Tg 高于Tg

主动对位材料

LOCTITE®   
ECCOBOND 环氧 密封

• 高强度
• 耐化学性
• 低排气
• 最高200°C
• 阳离子环氧

UV UV

LOCTITE 
ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单组份
• 双重固化系统
• 在PEI塑料，FR4和
  多种基材上具有优秀
  的粘接力

UV &
加热

UV + 120°C
30分钟

LOCTITE 环氧/丙烯酸 组装

• 单组份
• 双重固化系统
• 在PEI塑料，FR4和
  多种基材上有着优秀
  的粘接力

UV &
加热

UV + 120°C
60分钟

LOCTITE    
ECCOBOND 丙烯酸 主动对位

• 快速光固化
• 高粘度
• 低收缩
• 良好的机械稳定性

UV &
加热

UV或可见光
+100°C，60分钟

背部填充材料
 

产品 技术 应用 关键属性 粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

低于Tg 高于Tg

LOCTITE®

ABLESTIK 
环氧 背部填充

• 低排气
• 低水分吸收
•  高Tg

•  不导电
加热 100°C，30分钟

150°C，60分钟LOCTITE
STYCAST 

环氧 主动对位
• 优秀的粘接力
• 重量流失少
• 高Tg

热空气
干燥

LOCTITE 
ABLESTIK 

环氧 背部填充 • 双组份
• 优秀的抗冲击性能 N/A RT/加热 27°C，72小时

或 65°C，2小时

光模块和光器件的粘接材料

热膨胀系数
(ppm/°C) 固化

种类 固化方法



产品 技术 应用 关键属性 粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

导热系数
(W/m·k)

LOCTITE® 

ABLESTIK 半烧结 导电胶

• 单组份
• 可进行点胶
• 低温固化半烧结
• 高含铅量焊接材料替代品
• 高导热性
• 高可靠性

– 加热

芯片尺寸 < 5 x 5 mm：
 20分钟从25°C加热至130°C

保持30-60分钟； 
15分钟加热至200°C

保持60分钟在N2或空气加热箱
 

芯片尺寸 > 5 x 5 mm：
20分钟从25°C加热至130°C

保持120分钟； 
15分钟加热至200°C

保持60分钟在N2或空气加热箱

LOCTITE 
ABLESTIK 半烧结 导电胶

• 无树脂溢出
• 单组份
• 良好的使用性能
• 低温固化半烧结膏
• 良好的电气稳定性
• 高导热性
• 高可靠性
• 焊接材料替代品

加热

芯片尺寸 < 5 x 5 mm： 
20分钟从25°C加热至130°C

保持30-60分钟； 
15分钟加热至200°C

保持120分钟在N2或空气加热箱

芯片尺寸 > 5 x 5 mm：
20分钟从25°C加热至130°C

保持120分钟； 
15分钟加热至200°C 

保持120分钟在N2或空气加热箱

LOCTITE 
ABLESTIK 环氧

• 导电
• 低气排放
• 低溢出
• 符合MIL-STD-883标准
• 符合5011方式需求

加热 150°C，60分钟

110

LOCTITE 
ABLESTIK 环氧

导电胶

导电胶
• 导电
• 优秀的点胶能力
• 最小的拉丝与烧结

加热 175°C，60分钟

LOCTITE 
ABLESTIK BMI混合 导热绝缘胶

• 不导电
• 高导热性
• 高可靠性

加热 加热30分钟至175°C 及以上
在175°C保持15分钟 

LOCTITE 
ABLESTIK 环氧 绝缘胶

• 不导电
• 无溶剂配方
• 操作时间长

加热 150°C，60分钟

LOCTITE 
ABLESTIK 混合树脂体系 导电胶 • 快速固化

• 低压力 – 加热 110°C，90秒

LOCTITE 
ABLESTIK BMI混合 用于电子材料

半导体芯片粘接胶

• 高MRT性能
• 高导热性
• 良好的粘接力
• 良好的电绝缘性能
• 小、可控的颗粒尺寸

49 加热 加热30分钟至 175°C
在空气或氮气中保持1小时

芯片粘接材料

固化
种类 固化方法
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产品 技术 应用 关键属性 硬度 固化方法固化
种类

LOCTITE® 环氧 粘接热敏感组件
• 低温固化
• 在多种材料上有优秀的粘结力
• 典型应用：记忆卡，CCD/
  CMOS装配

88D 加热 80°C，30分钟

LOCTITE
ABLESTIK 

环氧 绝缘粘合剂

• 柔性
• 触变
• 低粘度
• 易于应用
• 简单的混合比例
• 室温固化

室温/加热 25°C，24小时
或65°C，1小时

LOCTITE 丙烯酸 粘接

• 承重、减震特性
• 触变性
• 在多种基材上有着优秀的
  粘结力，包括：玻璃、塑料
  和大多数金属

– –
紫外线
 (UV) /
可见光

紫外线
 (UV) /
可见光

30 mW /cm²
使用Zeta® s7410

光源在
365 nm下测量
持续80秒钟

30 mW /cm²
使用Zeta® s7410

光源在
365 nm下测量
持续80秒钟

LOCTITE 
ABLESTIK 丙烯酸 粘接

• 承重、减震特性
• 触变性
• 在多种基材上有着优秀的
  粘结力，包括：玻璃、塑料
  和大多数金属

– –

光纤粘接胶

光模块和光器件的粘接材料 – 续 

粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

产品 技术 应用 关键属性
REFRACTIVE 

INDEX
粘稠度

(cP)
玻璃化转变温度

Tg (°C)
硬度 固化

种类 固化方法

LOCTITE®

ECCOBOND 丙烯酸 粘合剂

• 单组份
• 光固化
• 光学等级
• 低折射率
• 阴影区域固化

•  at nm
•  at  nm
•  at  nm
•  at  nm

UV/
可见光&

加热

UV/
可见光&

加热

UV/可见光
+100°C 1小时
或85°C 2小时

UV/可见光
+100°C 1小时
或85°C 2小时

365 nm
波长紫外线

100°C，1小时
或85°C，2小时

LOCTITE
ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单组份
• 光固化
• 高Tg

• 快速UV固化
• 阴影区域固化
• 低温固化

•  at  nm
• at  nm
•  at nm
•  at  nm

LOCTITE 
ECCOBOND 丙烯酸 粘合剂

• 单组份
• 光固化
• 可以在阴影区域固化
• 低折射率

•  at  nm
•  at  nm
•  at nm
•  at nm
•  at  nm

紫外线
(UV)

LOCTITE
ECCOBOND 

环氧 密封

• 高强度
• 耐化学性
• 低排气
• 最高200°C
• 阳离子环氧

– N/A UV UV

LOCTITE
STYCAST

环氧 组装

• 双组份 – 需要混合
• 高光传输
• 优秀的粘接力
• 低重量损失
• 低卤素含量

• at 25°C 
 nm

加热 150°C，60分钟

光路胶



产品 技术 应用 关键属性 固化方法粘稠度
(cP)

固化
种类

玻璃化转变温度
Tg (°C)  

LOCTITE®

ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单组份
• 双重固化系统
• 在PEI塑料，FR4和多种基材上具有
  优秀的粘接力

UV & 加热 UV + 120°C，30分钟

LOCTITE 环氧/丙烯酸 组装

• 单组份
• 双重固化系统
• 在PEI塑料，FR4和多种基材上有着
  优秀的粘接力

UV & 加热 UV + 120°C，60分钟

LOCTITE
ABLESTIK 

环氧 粘接
• 低温固化
• 在多种基材上有着优秀的粘接力
• 非常低的收缩

加热 100°C，60分钟
或 75°C，20分钟

结构胶

FPC加固粘接材料

产品 技术 应用 关键属性 粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化方法硬度 固化
种类

LOCTITE® 环氧 粘接热敏感组件

绝缘粘合剂

• 低温固化
• 在多种材料上有优秀的粘接力
• 典型应用：记忆卡，CCD/CMOS
  装配

88D 加热 80°C，30分钟

LOCTITE 
ABLESTIK 环氧

• 柔性
• 触变
• 低粘度
• 易于应用
• 简单的混合比例
• 室温固化

室温 / 加热 25°C，24小时
或65°C，小时

LOCTITE 丙烯酸 粘接

• 承重、减震特性
• 触变性
• 在多种基材上有着优秀的粘接力，
  包括：玻璃、塑料和大多数金属

– –
紫外线
(UV) /
可见光

30 mW /cm²
 使用

Zeta® s7410光源
在365 nm下测量

持续80秒钟

30 mW /cm²
 使用

Zeta® s7410光源
在365 nm下测量

持续80秒钟

 

LOCTITE 
ABLESTIK 丙烯酸 粘接

• 承重、减震特性
• 触变性
• 在多种基材上有着优秀的粘接力，
  包括：玻璃、塑料和大多数金属

– –
紫外线
(UV) /
可见光
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产品 技术 应用 关键属性 硬度 固化方法粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化
种类

LOCTITE®

ECCOBOND 
丙烯酸 粘合剂

• 单组份
• 光固化
• 光学等级
• 低折射率
• 阴影区域固化

UV/可见光
&加热

UV/可见光
&加热

UV/可见光
+100°C，1小时
或85°C，2小时

LOCTITE
ECCOBOND

丙烯酸 组装

• 单组份
• 光固化
• 光学等级
• 细胶线

UV、可见光
与加热固化

紫外线 (UV)：
365紫外线波长，

(nm) 胶层的光强度：
50毫瓦/平方厘米

LOCTITE
ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单组份
• 光固化
• 高Tg

• 快速UV固化
• 阴影区域固化
• 低温固化

UV/可见光
+100°C，1小时
或85°C，2小时

LOCTITE 
ECCOBOND

丙烯酸 粘合剂
• 单组份
• 光固化
• 可以在阴影区域固化
• 低折射率

紫外线
(UV)

365 nm
波长紫外线，
100°C，1小时

或85°C，2小时

LOCTITE ECCOBOND 环氧 组装

• 低粘稠度
• 光学透明
• 耐机械冲击
• 优秀的湿润性能
• 优秀的抗热冲击性能

45 D
室温或

加热固化

室温或
加热固化

25°C，24小时
或65°C，1-2小时

LOCTITE 
ECCOBOND 

环氧 组装

• 低粘度
• 不含溶剂
• 优秀的吸湿效应
• 良好的润湿能力
• 良好的粘接力
• 高湿度下不会发生
  腮红固化

25°C，24小时
或65°C，4小时

LOCTITE
STYCAST

环氧 组装

• 双组份 – 需要混合
• 高光谱传输
• 优秀的粘接力
• 低重量损失
• 低卤素含量

加热 150°C，60分钟

V型槽粘接胶
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产品 技术 应用 关键属性 硬度 固化方法粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化
种类

LOCTITE®

ECCOBOND 丙烯酸 粘合剂

• 单组份
• 光固化
• 光学等级
• 低折射率
• 阴影区域固化

UV/可见光
&加热

UV/可见光
+100°C，1小时
或85°C，2小时

UV/可见光
+100°C，1小时
或85°C，2小时

LOCTITE
ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单组份
• 光固化
• 高Tg

• 快速UV固化
• 阴影区域固化
• 低温固化

UV/可见光
&加热

LOCTITE
ECCOBOND 丙烯酸 粘合剂

• 单组份
• 光固化
• 可以在阴影区域固化
• 低折射率

UV

365 nm
波长紫外线，
100°C，1小时

或85°C，2小时

LOCTITE
STYCAST

环氧 组装

• 双组份 – 需要混合
• 高光谱传输
• 优秀的粘结力
• 低重量损失
• 低卤素

加热 150°C，60分钟

光纤耦合/粘接材料

产品 技术 应用 关键属性 硬度 固化方法粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化
种类 

LOCTITE®

STYCAST
环氧 组装

• 双组份 – 需要混合
• 高光谱传输
• 优秀的粘结力
• 低重量损失
• 低卤素

加热 150°C，60分钟

LOCTITE
ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单一包装
• 光固化
• 光学等级
• 细胶层

UV、可见光
与加热固化

紫外线 (UV)：
365紫外线波长，

(nm) 胶层的
光强度：

50毫瓦/平方厘米

LOCTITE ECCOBOND 环氧 组装

• 低粘稠度
• 光学透明
• 耐机械冲击
• 优秀的湿润性能
• 优秀的抗热冲击性能

45 D 室温或
加热固化

25°C，24小时
或65°C，1-2小时

LOCTITE
ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单组份
• 光固化
• 高Tg

• 快速UV固化
• 阴影区域固化
• 低温固化

UV/可见光
&加热

UV/可见光
+100°C，1小时
或85°C，2小时

LOCTITE
ECCOBOND 环氧 组装

• 低粘度
• 不含溶剂
• 优秀的吸湿效应
• 良好的润湿能力
• 良好的粘接力
• 高湿度下不会发生腮红固化

RT/ 加热 25°C，24小时
或65°C，4小时

 

LOCTITE
ECCOBOND 丙烯酸 粘接

• 单组份
• 光固化
• 光学等级
• 低折射率
• 阴影区域固化

UV/可见光
&加热

UV/可见光
+100°C，1小时
或85°C，2小时

光纤粘接胶 
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产品 技术 应用 关键属性 硬度粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化方法固化
种类

LOCTITE®

ECCOBOND 
环氧 组装

• 高Tg

• 低粘稠度
• 高粘接强度
• 低应力连接，无需定位
• 深蓝色

室温或
加热固化

25°C，18小时
或65°C，1小时

LOCTITE 
ECCOBOND 环氧 组装

• 低粘度
• 抗热冲击与抗震
• 低应力连接，不滑动

102 86D
室温或

加热固化
25°C，24小时
或65°C，1小时

LOCTITE 
ECCOBOND

环氧 组装

• 快速固化
• 低粘稠度
• 低吸湿
• 可以与各种光纤和光
  学材料牢固粘合
• 耐机械冲击
• 优异的抗热震性
• 低应力连接，无活塞
• 颜色键配方可显示固
  化状态

加热固化 100°C，5分钟

LOCTITE 
ECCOBOND 丙烯酸 组装

• 单一包装
• 光固化
• 光学等级
• 细胶层

UV、可见光
与加热固化

紫外线 (UV)：
365紫外线

波长，
(nm) 胶层的
光强度：
50毫瓦/

平方厘米

产品 技术 应用 关键属性 硬度 固化方法粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化
种类

LOCTITE 
ECCOBOND 

环氧 组装

• 快速固化
• 不含溶剂
• 低收缩
• 中等粘度
• 优秀的电绝缘能力
• 优秀的机械属性
• 优秀的抗化学品属性

树脂：
14,000 

硬化剂：
35,000

室温 / 加热

室温或
加热固化

25°C，
24小时

或65°C，
1小时

LOCTITE 
ECCOBOND 环氧 光学/光电 • 室温固化能力

• 高Tg
95 D

25°C，
18小时

或65°C，
1小时

或90°C，
15分钟

光纤与套圈粘接

光纤连接器粘接与背部填充

 用于通讯/数据中心光通信设备的高性能材料 | 19



尾纤粘接

产品 技术 应用 关键属性 硬度 固化方法粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化
种类

LOCTITE®

STYCAST
环氧 装配

• 双组份 – 需要混合
• 高光谱传输
• 优秀的粘接力
• 低重量损失
• 低卤素

加热 150°C，60分钟

LOCTITE 
ECCOBOND 

环氧 装配

• 高Tg

• 低粘稠度
• 高粘接强度
• 低应力连接，不需定位
• 深蓝色

室温或
加热固化

25°C，18小时
或65°C，1小时

LOCTITE 
ECCOBOND

环氧 装配

• 快速固化
• 低粘稠度
• 低吸湿
• 可以与各种光纤和光学
  材料牢固粘合
• 耐机械冲击
• 优异的抗热震性
• 低应力连接，无活塞
• 颜色键配方可显示固化
  状态

加热固化 100°C，5分钟

光模块和光器件的粘接材料 – 续 
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产品 技术 应用 关键属性 固化方法粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化
种类

LOCTITE® SI 硅 粘接/垫圈 • 导电RTV硅酮
• EMI/RFI屏蔽外壳的粘结和垫圈 膏 N/A RTV

23 ±2°C/50 ±5%
RH60分钟不粘

LOCTITE
ABLESTIK 

硅 组装

• 导电硅胶
• EMI / RFI屏蔽
• 导热
• 高柔性
• 高粘性
• 兼容多种催化剂

N/A N/A 加热 150°C，6小时

EMI电磁屏蔽/垫圈材料

产品 技术
粘稠度
(PA·S)

热膨胀系数
(ALPHA 1 - PPM/°C)

热膨胀系数
(ALPHA 2 - PPM/°C)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

适用期
（天）

底部填充材料

LOCTITE® 

ECCOBOND 
低CTE，高Tg底部填充材料，
适用于极端的温度循环条件

LOCTITE 

ECCOBOND
快速流动，不含酸酐底部填充材料 –

LOCTITE 

ECCOBOND
室温流动，可返工底部填充材料

LOCTITE 低温固化，可返工底部填充材料

底部填充材料

产品 技术 应用 关键属性 固化方法粘稠度
(cP)

玻璃化转变温度
Tg (°C)

固化
种类

LOCTITE® SI 硅 垫圈
• 高柔性
• 不腐蚀
• 提高粘合区域的承重和减震特性

膏 N/A UV & RT UV + 水分

LOCTITE 硅 灌封

• 超快固化
• 无腐蚀RTV
• 设计用于灌封，打线，选择性密封
• PCB上的减振和维修/返工应用

膏 RTV 22 °C/50% RH
AT≤5 分钟.

垫圈材料

光模块和光器件的保护材料
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产品 技术 应用 关键属性 厚度
(mm)

邵氏硬度 导热系数
(W/m*k)

导热垫圈

BERGQUIST®

GAP PAD® 
非硅体系 导热垫片

• 不含有机硅配方  
• 0.25mil PET方便剥离，无残留物 
• 单侧粘度，易于使用与放置 (Shore )

BERGQUIST
GAP PAD 

有机硅 导热垫片
• 导热系数：3.0 W / m-K
• 高顺应性，低压缩应力
• 玻璃纤维增强，抗剪切和撕裂

 –  mm

BERGQUIST
GAP PAD 

有机硅 导热垫片 • 高导热，低压缩应力
• 玻璃纤维加固，提高抗剪切和撕裂强度 (Shore )

BERGQUIST
GAP PAD 

有机硅 导热垫片
• 导热系数：3.5 W/m-K
• 玻璃纤维加固，提高抗剪切和撕裂强度
• 非玻璃纤维的版本，可以用于需要进一步减轻
  应力的应用

~ mm (Shore )

BERGQUIST
GAP PAD 

有机硅体系 导热垫片 • 高导热，低压缩应力
• 低模量  ~ 

(Shore 

BERGQUIST
GAP PAD 

有机硅体系 导热垫片 • 高导热，低压缩应力
• 低模量 (Shore 

BERGQUIST
GAP PAD T

有机硅 导热垫片 • 高导热，低压缩应力
• 低模量 (Shore 

BERGQUIST
GAP PAD T

有机硅 导热垫片 • 高导热，低压缩应力
• 低模量 (Shore 

EMI 吸收

BERGQUIST
GAP PAD 

有机硅 EMI 电磁吸收

• EMI吸收
• 高度共形
• 低硬度
• 玻璃纤维加固，提高抗穿刺，抗撕裂和抗剪切
  能力
• 电隔离

5
(Shore )

导热填隙垫片

 产品 技术 应用 关键属性 邵氏硬度厚度
(mm)

导热系数
(W/m*k)

缝隙填充剂

BERGQUIST®

有机硅 缝隙填充

• 导热系数：1.8 W / m-K
• 优化的剪切稀化特性，易于点胶
• 出色的抗塌落性（保持原位）
• 超高顺应，具有出色的润湿性，可降低应力
• 界面应用
• 100％固体-无固化副产物
• 优异的低温和高温机械和化学稳定性

无 (Shore A)

BERGQUIST
GAP FILLER 有机硅 缝隙填充 • 低挥发性，适用于对排气敏感应用

• 超高顺应性和湿润属性，适用于应用的低应力界面 无 (Shore )

BERGQUIST
GAP FILLER 

有机硅 缝隙填充
• 触变特性，易于点胶
• 双组份配方，易于储藏
• 超高顺应性，为易碎、低压应用设计
• 室温固化或加速固化

无 (Shore )

BERGQUIST
GAP FILLER 

有机硅 缝隙填充

• 不同的厚度
• 几乎没有任何应力
• 100%固体，没有固化副产物
• 在低温和高温都有优秀的机械和化学稳定性

无 75
(Shore )

液态导热填隙材料
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BERGQUIST
LIQUI-FORM TLF 10000

10 7,800 9x1011预固化导热凝胶 预固化

产品 技术 应用 关键属性 厚度
(mm)

体积电阻率
(Ω·cm)

导热系数
(W/m·K)

BERGQUIST®

相变材料 热管理、
导热胶

热管理、
导热胶

• 热阻：25 psi时为0.2°C-in2 / W
• 不会滴落或像油脂一样流淌
• 相变化合物涂在玻璃纤维载体上
• 典型应用：计算机和外围设备，作为裸露的裸片需要
  散热的热接口

mm

LOCTITE
TCP 

相变材料
• 可返工
• 高导热效率
• 高于相变温度的触变

 mm, 
 mm,   
 mm,  
 mm

相变导热材料

导热胶
产品 描述 导热系数

(W/m·K)
固化种类 介电强度 体积电阻率

(Ω·cm) 
抗剪切强度

(psi) 

LOCTITE® 丙烯酸酯 催化剂或加热 kV/mm

LOCTITE 玻璃珠控厚，丙烯酸胶水 催化剂或加热 – –

LIQUI-FORM导热凝胶

产品 描述 导热系数
(W/m·K)

介电强度
(V/mm)固化种类 体积电阻率

(Ω·cm) 操作温度

BERGQUIST®

LIQUI-FORM TLF LF3500
3.5

6.0

10,000

10,500

1x1011

4.37x1011

导热、单组份、低出油，
低挥发凝胶材料 预固化

BERGQUIST
LIQUI-FORM TLF 6000HG

导热、单组份、低出油，
低挥发凝胶材料 预固化
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产品 描述 材料厚度
(Mil)

相变材料
熔点 运行温度 导热系数

(W/m·K) 阻燃等级

BERGQUIST® HI-FLOW
THF 5000UT

易于返工的相变材料
适用于各类型电子元器件及

散热器之间的填隙需求

 

8, 10, 12, 16 45°C -40 - 150°C UL 94V-0

5.3（基于
ASTM D5470测试方法）

8.5（基于调整过的
ASTM D5470测试方法）
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